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Exigences des Assemblages
Électriques et Électroniques Brasés

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Champ d’Application Cette norme décrit les pratiques et les exigences pour la fabrication des assemblages électriques
et électroniques brasés. Historiquement, certaines normes concernant l’assemblage électronique (brasage) ont intégré des
informations pédagogiques plus complètes sur les techniques et les principes. Pour une compréhension plus complète des
recommandations et des exigences de ce document, on peut l’utiliser conjointement avec l’IPC-HDBK-001, l’IPC-A-610
et l’IPC-HDBK-610.

1.2 But Cette norme décrit les matériaux, les méthodes et les critères d’acceptation pour la production des assemblages
électriques et électroniques brasés. L’intention de ce document est de se baser sur la méthodologie de contrôle de procédé
pour assurer des niveaux de qualité corrects pour la fabrication des produits. Il n’est pas dans l’intention de cette norme
d’exclure toute procédure pour le placement des composants ou pour l’application de flux ou d’alliage utilisés pour
réaliser la connexion électrique.

1.3 Classification Cette norme reconnait que les assemblages électriques et électroniques sont sujets à des classifications
selon l’utilisation finale supposée du produit. Trois classes générales de produit fini on été établies afin de transcrire les
différences dans la fabricabilité, la complexité, les exigences de performance fonctionnelle et la fréquence de vérification
(inspection/test). Il devrait être reconnu qu’il puisse y avoir des recouvrements d’équipement entre les classes.

L’utilisateur (voir 1.8.13) est responsable de la définition de la classe produit. La classe produit devrait être indiquée dans la
documentation contractuelle.

CLASSE 1 – Produits Électroniques Généraux
Inclus les produits pour des applications ou l’exigence principale est le fonctionnement de l’ensemble électronique terminé.

CLASSE 2 – Produits Électroniques Spécialisés
Inclus les produits nécessitant des performances élevées et une longue durée de vie pour lesquels un fonctionnement
ininterrompu est souhaitable, mais non critique. Typiquement, le milieu de l’utilisation ne causerait pas de panne.

CLASSE 3 – Produits Électroniques Haute Performance
Inclus les équipements et produits pour lesquels un bon fonctionnement continu et sur demande est critique, pour lesquels
on ne peut pas tolérer d’interruption du fonctionnement du matériel. L’environnement d’utilisation peut être particulièrement
difficile et le fonctionnement doit être toujours assuré. C’est le cas des dispositifs de survie ou d’autres systèmes critiques.

1.4 Unités de Mesure et Applications Toutes les dimensions et les tolérances, ainsi que toute autre forme de mesure
(température, poids, etc.) de cette norme sont exprimées en unités du Système International (SI) (avec les dimensions
équivalentes en Anglais Impérial fournies entre crochets). Les dimensions et les tolérances utilisent les millimètres
comme unité principale d’expression dimensionnelle ; les micromètres sont utilisés lorsque la précision requise
est supérieure au millimètre. Les degrés Celsius sont utilisés pour exprimer la température. Le poids est exprimé
en grammes.

1.4.1 Vérification des Dimensions La mesure réelle des dimensions de montage d’une partie spécifique et du joint brasé
et la détermination des pourcentages ne sont pas requises sauf pour des raisons d’arbitrage. À des fins de détermination
de conformité à cette norme, toutes les limites spécifiées dans cette norme sont des limites absolues comme définies
dans l’ASTM E29.

1.5 Définition des Exigences Le mot doit est utilisé dans le texte de ce document chaque fois qu’il y a une exigence pour
des matériaux, une préparation, un contrôle de procédé ou une acceptation d’une connexion brasée.

Lorsque le mot doit conduit à un défaut produit pour au moins une classe, les exigences de chaque classe sont indiquées dans
les crochets situés à coté de l’exigence « doit ».
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